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  LCD(liquid crystal display)는 램프, 반사판, 도광판, 확산판, 프리즘판 등으로 구성된 

BLU(back light unit)가 장착되어 있는데, 이는 LCD가 비발광소자이기 때문이다. 특히, 도

광판은 측면 입사된 선광원이나 점광원의 빛이 PMMA 평판을 통하여 패턴층에 입사된 후 

반사 및 산란을 거친 뒤에 상면에서 균일한 면광원으로 작용시키는 역할을 한다. LCD 휘도

분포 성능을 향상시키기 위한 기존의 방법으로는 광산란층을 Screen print로 형성시키는 

Print type, 스템퍼를 이용한 Injection type, 역학적 방법을 이용한 V-cutting type 등이 

있지만 전․후 처리 과정정이 복잡하여 설계 및 개발에 많은 시간이 소비되고 동시에 많은 

비용이 소모되는 문제점이 있었다[1-3]. 이와는 달리 상용 레이저를 적절히 이용하여 휘도

분포를 제어할 수 있는 내부 산란체를 이용하는 형태의 도광판이 제시되었지만 저밀도 내부 

산란체의 경우 많은 광량의 손실이 수반되었다[4]. 이러한 도광판의 밝기 성능을 균일하게 

향상시키기 위해 펄스 및 CW 레이저를 이용하여 내부 및 표면 산란체를 유도하여 전체적

인 휘도의 증가는 물론 균일성을 향상시킬 수 있었다. 

   

(a)                                       (b)                               

그림 1. 이차고조파 Nd:YAG 레이저와 CO2 레이저를  이용한 도광판 가공 시스템의 구성도. (a) 

내부 산란체 가공용 이차고조파  Nd:YAG 레이저, (b) 표면 산란체 가공용 CO2 레이저

그림 1은 실험에 사용된 각각의 레이저 시스템 개략도이다. 내부 산란체 형성을 위해서는 

이차고조파 Nd:YAG 레이저(532 nm, 30 mJ in max, 50 μm-spot size)를 이용하였고, 인

터페이스 캐드 프로그램을 사용하여 설계된 선형 및 곡선 산란체 분포 패턴에 대한 도광판 

내 위치와 밀도(10×10 ea/mm2, 20×20 ea/mm2)를 조절하였다. 표면 산란패턴은 CO2 레이

저(10.6 μm, 2.73 W in average power, 120 μm-spot size)를 이용하여 가공되었다. 이렇

게 가공된 각각의 내부 및 표면 산란체 패턴에 대한 실제 이미지가 그림 2에서 볼 수 있다. 

그림 2(a)의 경우 내부 산란체에 대한 현미경 이미지이며 그림 2(b)는 표면 가공패턴에 대
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한 현미경 이미지이다. 가공된 폭과 깊이는 각각 300 μm 그리고 200 μm이었고 표면 그리

드 간격은 500μm로 조절하였다. 그림 2(c)는 선형과 곡선형태로 가공된 내부 산란체 형태

를 보여주고 있다. 이 도광판의 성능을 분석하기 위해 colorimeter를 이용하여 각각의 휘도

분포를 측정하여 분석한 결과, 각각의 산란체 패턴에 대해서 고밀도 경우가 평균 200%의 

평균휘도 증가를 보였고 표면 산란체에 의해서 곡선 내부 산란체 패턴의 경우 233%의 증

가률을 보였다. 내부 선형 패턴을 기본으로 한 도광판의 경우 표면 추가 가공에 의해서 평

균 31%의 균일성 향상을 보였고, 곡선 패턴의 경우 평균 51%의 균일성 향상을 보였다. 따

라서 내부 산란체 패턴과 밀도는 휘도의 균일성과 평균휘도를 향상시키는 효과가 있었고, 

표면 산란체를 추가 가공으로 인해 입사광의 도광판에서의 손실을 줄을 수 있었다.

    

(a)                           (b)                         (c)

그림 2. 이차고조파 Nd:YAG 레이저와 CO2 레이저로 가공된 도광판 단면의 현미경 이미지와 실

제 가공된 도광판 이미지 (a) 내부산란체의 현미경 확대이미지 (b) 표면산란체의 현미경 확대이미지 

(c) 가공된 도광판: 상-선형가공패턴, 하-곡선가공패턴.  

         

 (a)                        (b)                        (c)

그림 3. 곡선 산란체 패턴을 기본으로한 도광판의 휘도분포. (a) 10×10 ea/mm2 내부 산란

체 (b) 20×20 ea/mm2 내부 산란체 (c) (b)+표면 산란체.
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